
 

平成 21 年５月 15 日 

各      位 

会 社 名  株式会社多摩川ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 橋本 昇 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８３８） 

問合せ先  

役職・氏名 総務部長 小倉 俊一 

電話 ０４６７－７９－７０２７ 

 

海外連結子会社の解散に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年５月 15 日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社であるアプライト・

テクノロジーズ社及びその子会社を解散することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

１． 解散の理由 

アプライト・テクノロジーズ社は 2001 年４月に設立されたレーザーによる微細加工技術を基盤と

したハード･ディスク製造関連装置メーカーでありますが、同社の主力商品であるハード・ディス

ク加工機器を取り巻く環境は、リーマンショック以降、世界同時不況の影響を大きく受け、需要

が急速に落ち込んでまいりました。このような経営環境の中で、事業を継続するのは極めて困難

であると判断し、解散することといたしました。 

 

２． 当該連結子会社の概要 

(1) 商    号 AppLight Technologies Pte  Ltd. 

(2) 所 在 地 シンガポール国 International Business Park 内 

(3) 代 表 者 Mr. Ryan Goh Jui Kiat 

(4) 設 立年月 日 平成 13 年 4月 25 日 

(5) 主な事業内容 ハード･ディスク製造関連装置の開発・製造・販売 

(6) 資 本 金 の 額 S$11,048,655（約 816,266 千円） 

(7) 事 業 年 度 の 末 日 12 月 31 日 

(8) 大 株 主 株式会社多摩川ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 97.4％ 

(9) 売 上 高 S$13,722,786（約 1,006,429 千円） 

 

３． 解散の日程 

解散の日程につきましては、本日より解散の手続きを開始し、現地の法律に従い、必要な手続

きが完了次第、清算終了となる予定です。 

 



４． 当社業績への影響 

本日開示の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

５． その他 

同社の子会社レーザーリサーチ社をはじめとするアプライト・テクノロジーズ社の子会社すべ

てを解散する予定です。 

同社の得意先に対する保守・部品供給等は、別会社に移管して継続する予定です。 

 

 

以  上 


